
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも熱硬化性樹脂、硬化剤、及び充填剤を含有し、粒子径分布が７５～３５５μｍ
の樹脂粉末であって、該充填剤の体積平均粒子径が５～１１μｍであり、その配合量が熱
硬化性樹脂と硬化剤の合計量１００重量部に対して充填剤の量が７０～９０重量部であ

ことを特徴とする半導体パッケージに用いられる
端子のタブレットに用いる樹脂粉末。
【請求項２】
充填剤が石英系であることを特徴とする請求項１に記載の半導体パッケージに用いられる
端子のタブレットに用いる樹脂粉末。
【請求項３】
表面に該樹脂粉末の微粉末が付着していないことを特徴とする請求項１に記載の半導体パ
ッケージに用いられる端子のタブレットに用いる樹脂粉末。
【請求項４】
請求項１の樹脂粉末を製造するに際して、少なくとも熱硬化性樹脂、硬化剤、及び充填剤
を乾式混合し、溶融混練し、押し出し、冷却後に粉砕し、篩機で分級した樹脂粉末とした
後、さらに風力分級機により該樹脂粉末表面に付着している微粉末を除去することを特徴
とする請求項１に記載の半導体パッケージに用いられる端子のタブレットに用いる樹脂粉
末の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体パッケージに用いられる端子のタブレットに用いる樹脂粉末及びその製
造方法に関し、特に小型の半導体レーザー用の端子のタブレットに好適な樹脂粉末及びそ
の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
先ず、本発明の対象とする半導体パッケージにおけるタブレットについて説明する。タブ
レットは、半導体パッケージに用いられる端子において、リードとアイレットとを絶縁し
、リードを支持する。ところで従来の半導体パッケージに用いられる端子は、ガラス製タ
ブレットを用いたガラス端子が殆どである。ガラス製タブレットにはホウケイ酸系硬質ガ
ラスやソーダーバリウム系軟質ガラスなどが使われている。ガラス製タブレットは、ガラ
ス粉末をリード挿入孔を有する所定の形状の板状や円筒状に圧縮成型したものを、リード
とともにアイレットに装着し、加熱溶融法にて作製されるのが一般的であるが、ガラス粉
末をリードと一体として圧縮成型したものをアイレットに装着後、加熱溶融して作製する
こともできる。ガラスはリードやアイレットとの密着性に優れる反面、ガラス粉末の加熱
溶融工程で６００～１０００℃の温度が必要で昇温、冷却に長時間を要し、エネルギーも
多大に消費する。また、リードやアイレットには金、銅、ニッケルなどメッキが施される
が、加熱溶融工程でメッキが損傷し再度メッキを施す必要があった。また、機械的衝撃に
弱いという欠点は避けられなかった。
なお、リードの材質は、コバールや５０％Ｎｉ－Ｆｅなどであり、アイレットの材質はコ
バールや軟鋼などである。
【０００３】
そこで、加熱溶融・硬化が２００℃以下の低温で可能な電子部品封止用の熱硬化性樹脂を
主成分とする粉末でタブレットを作製することが試みられたが、圧縮成型の金型への充填
作業性が悪かったり、加熱溶融時のフロー性が悪かったり、熱膨張係数が大きいため、リ
ードやアイレットとの密着が悪いとか、内部に空隙が発生するなどの問題があり、特に、
最近の半導体パッケージの小型化に対応することが困難で、実用化に至らなかった。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、半導体パッケージに使われる端子のタブレットに用いる樹脂粉末を提供
することにある。すなわち、従来のガラス粉末に代わって、エネルギー消費が少なく、メ
ッキの損傷を発生させず、且つ、圧縮成型時の充填作業性、加熱溶融時のフロー性に優れ
、熱膨張係数が適正で密着強度に優れ、空隙の発生がないタブレットの作製に適する樹脂
粉末及びその製造方法を提供することにある。さらに、半導体パッケージの小型化に対応
できる上記樹脂粉末及びその製造方法を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　少なくとも熱硬化性樹脂、硬化剤、及び充填剤を含有し、粒子径分布が７５～３５５μ
ｍの樹脂粉末であって、該充填剤の体積平均粒子径が５～１１μｍであり、その配合量が
熱硬化性樹脂と硬化剤の合計量１００重量部に対して充填剤の量が７０～９０重量部であ

ことを特徴とする半導体パッケージに用いられ
る端子のタブレットに用いる樹脂粉末を提供するものであり、かつ、請求項１の樹脂粉末
を製造するに際し、少なくとも熱硬化性樹脂、硬化剤、及び充填剤を乾式混合し、溶融混
練し、押し出し、冷却後に粉砕し、篩機で篩分けによる分級をして所定の粒子径分布の樹
脂粉末を得た後、さらに風力分級機により該樹脂粉末表面に付着している微粒子を除去す
ることを特徴とする請求項１に記載の端子のタブレットに用いる脂粉末の製造方法である
。
【０００６】
まず、本発明の樹脂粉末を使用したタブレットの実施態様の一例を図１を用いて説明する
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。１は本発明の樹脂粉末で出来たタブレットで、リード２とアイレット３とを隔離し絶縁
し、かつリードを支持するように構成されている。
【０００７】
次に、本発明の樹脂粉末について詳細に説明する。
本発明の樹脂粉末は電気・電子製品等の絶縁性が必要な部品用の樹脂粉末であるため、電
気が導通した場合に生じる熱に耐えうるように熱硬化性であることが必要であり、少なく
とも熱硬化性樹脂、硬化剤、及び充填剤を含有することが必要である。
熱硬化性樹脂としては、エポキシ系樹脂、フェノール系樹脂等公知の樹脂が挙げられるが
、電気絶縁性や他の素材との接着性に優れているエポキシ系樹脂が好ましい。
【０００８】
　本発明の樹脂粉末に用いられるエポキシ樹脂としては、封止用エポキシ樹脂成形材料に
一般に使用されているもので特に制限はないが、例えば、フェノールノボラック型エポキ
シ樹脂、オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂をはじめとするフェノール、クレゾ
ール、キシレノール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ等
のフェノール類及び／又はα－ナフトール、β－ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等
のナフトール類とホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズ
アルデヒド、サリチルアルデヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合
又は共縮合させて得られるノボラック樹脂をエポキシ化したもの、ビスフェノールＡ、ビ
スフェノールＦ、ビスフェノールＳ、アルキル置換又は非置換のビフェノール等のジグリ
シ エーテル、スチルベン型ジグ エーテル、フェノール・アラルキル樹脂、ナ
フトール・アラルキル樹脂をエポキシ化したもの、フェノール類等とジシクロペンタジエ
ンやテルペン類との付加物又は重付加物をエポキシ化したもの、フタル酸、ダイマー酸等
の多塩基酸とエピクロルヒドリンの反応により得られるグリシジルエステル型エポキシ樹
脂、ジアミノジフェニルメタン、イソシアヌル酸等のポリアミンとエピクロルヒドリンの
反応により得られるグリシジルアミン型エポキシ樹脂、トリメチロールプロパン型エポキ
シ樹脂、ナフタレン環を有するエポキシ樹脂、オレフィン結合を過酢酸等の過酸で酸化し
て得られる線状脂肪族エポキシ樹脂、及び脂環族エポキシ樹脂等が挙げられ、これらを単
独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【０００９】
また、該硬化剤としては、アミド、ジシアンジアミド、酸ジヒドラジド、酸無水物、イミ
ダゾール等が挙げられるほか、フェノール系樹脂をエポキシ樹脂の硬化剤として用いても
よい。
例えば、フェノール、クレゾール、レゾルシン、カテコール、ビスフェノールＡ、ビスフ
ェノールＦ、フェニールフェノール、アミノフェノール等のフェノール類及び／又はα－
ナフトール、β－ナフトール、ジヒドロキシナフタレン等のナフトール類とホルムアルデ
ヒド等のアルデヒド基を有する化合物とを酸性触媒下で縮合又は共縮合させて得られる樹
脂、フェノール類及び／又はナフトール類とジメトキシパラキシレンやビス（メトキシメ
チル）ビフェニルから合成されるフェノール・アラルキル樹脂、ナフトール・アラルキル
樹脂等が挙げられ、これらを単独で用いても２種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１０】
無機充填剤の粒子径及び配合量は、流動性（金型充填性）、溶融時フロー性、難燃性、吸
湿性、熱膨張係数及び強度の観点から決定される。本発明の樹脂粉末には、体積平均粒子
径が５～１１μｍの充填剤を、熱硬化性樹脂と硬化剤の合計量１００重量部に対し充填剤
の量は７０～９０重量部配合することが必要である。体積平均粒子径が１１μｍを超える
と、熱膨張係数が大きくなる。熱膨張係数が大きいと、温度変化があったとき、リードや
アイレットとの密着が悪くなる。体積平均粒子径が５μｍ未満の場合は流動性が悪くなり
、圧縮成型の金型での充填作業性が低下したり、加熱溶融時のフロー性が悪くなるので、
タブレットとリードやアイレットとの密着が悪くなったり、タブレット内部に空隙が発生
する。充填剤の配合量が７０重量部未満であると、熱膨張係数が大きくなる。充填剤の配
合量が９０重量部を超えて多いと、加熱溶融時のフロー性が悪くなり、タブレットとリー
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ドやアイレットとの密着が悪くなったり、タブレット内部に空隙が発生する。
【００１１】
本発明に於いては、充填剤には各種の無機粉体が使用できるが封止用樹脂成形材料に一般
に使用されているもので特に制限はないが、例えば、溶融シリカ、結晶シリカ等の石英系
充填剤、アルミナ、ジルコン、珪酸カルシウム、炭酸カルシウム、チタン酸カリウム、炭
化珪素、窒化珪素、窒化アルミ、窒化ホウ素、ベリリア、ジルコニア、ジルコン、フォス
テライト、ステアタイト、スピネル、ムライト、チタニア等の粉体、又はこれらを球形化
したビーズ、ガラス繊維等が挙げられるが、石英系充填剤が好ましく、特に高純度溶融石
英系充填剤が好ましい。更に難燃効果のある無機充填剤としては水酸化アルミニウム、水
酸化マグネシウム、硼酸亜鉛、モリブデン酸亜鉛等が挙げられる。これらの無機充填剤は
単独で用いても２種以上組み合わせて用いてもよい。
【００１２】
本発明の樹脂粉末は、粒子径分布が７５～３５５μｍであることが必要である。粒子径分
布で７５μｍ未満の粉末が存在すると、圧縮成型の金型での充填作業性が悪くなる、また
、加熱溶融時のフロー性が悪くなり、タブレットとリードやアイレットとの密着が悪くな
ったり、タブレット内部に空隙が発生する。粒子径分布が３５５μｍを超える粉末が存在
すると熱膨張係数が大きくなる。なお、粒子径７５～３５５μｍとは目開き７５μｍのふ
るいに残り、３５５μｍのふるいを通過したものをいう。
本発明の樹脂粉末は、その表面に微粉末を付着していないことが好ましい。微粉末が付着
してしていると、圧縮成型の金型に充填する際、微粉末が樹脂粉末表面から脱離して金型
を汚すので作業性を著しく悪化させる。
【００１３】
本発明の樹脂粉末には、必要に応じて、流展剤、発泡防止剤、着色剤などを配合する。ま
た、カップリング剤、酸化防止剤、ワックス、難燃剤等を配合してもよい。流展剤にはア
クリルオリゴマー、シリコーンなどが用いられる。発泡防止剤にはベンゾイン等の通常の
樹脂発泡防止剤が用いられる。また、着色剤には、酸化チタン、カーボンブラック、酸化
鉄、銅フタロシアニン、アゾ顔料、縮合多環顔料などが用いられる。難燃剤には従来公知
の難燃剤を配合することができる。例えば、りん酸エステル、メラミン、メラミン誘導体
、トリアジン環を有する化合物、シアヌル酸誘導体、イソシアヌル酸誘導体の窒素含有化
合物、シクロフォスファゼン等の燐／窒素含有化合物、酸化亜鉛、酸化鉄、酸化モリブデ
ン、フェロセン等の金属化合物、酸化アンチモン、ブロム化樹脂等が挙げられ、これらを
単独で用いても２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１４】
本発明では更に上記の材料から構成される樹脂粉末組成物をミキサー或いはブレンダー等
を用いて乾式混合した後に、ニーダー等により溶融混練し冷却する。その後、機械式或い
は気流式の粉砕機を用いて粉砕した後、篩機を用いて篩分けによる分級をすることにより
、所定の粒子径分布の樹脂粉末を得る。そしてさらに、樹脂粉末の表面に付着している微
粉末を風力分級機で取除くことが充填作業性のよい樹脂粉末を得るために好ましい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、実施例および比較例に基づき本発明の樹脂粉末を説明する。ただし、本発明の適用
範囲はこれらに限定されるものではない。
【００１６】
＜実施例１＞
　樹脂粉末の作製
　・クレゾールノボラック型エポキシ樹脂　　　　　　　９２重量部
　（大日本インキ化学工業社製　商品名：エピクロンＮ－６６５）
　・硬化剤（ジシアンジアミド）　　　　　　　　　　　　８重量部
　（日本カーバイト社製　商品名：ジシアンジアミド）
　・流展剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１重量部
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　（楠本化成社製　商品名：ＰＬ－５４０）
　・発 防止剤（ベンゾイン）　　　　　　　　　　　０．５重量部
　（みどり化学社製　商品名：ベンゾイン）
　・充填剤（高純度熔融石英ガラスフィラー）　　　　　８０重量部
　（龍森社製　商品名：ヒューズレックスＥ－２、体積平均粒子径７μｍ）
　・着色剤（カーボンブラック）　　　　　　　　　　　　１重量部
　（三菱化学社製　商品名：ＭＡ－１００）
　上記の配合比からなる原料をス－パ－ミキサ－で混合した後に、１１０℃の温度条件下
で、加圧ニ－ダ－で溶融混練し、冷却後にハンマークラッシャーで粉砕し、その後、ＪＩ
Ｓ  Ｚ８８０１－１で規定するふるいを有する篩機で篩分けをして粒子径分布が１５０～
２５０μｍの樹脂粉末を得た。更に、風力分級機で該樹脂粉末の表面に付着している微粉
末を除去し、本発明の樹脂粉末を得た。
【００１７】
＜実施例２＞
体積平均粒子径が１１μｍの充填剤（龍森社製　商品名：ヒューズレックスＥ－１）を使
用した以外は、実施例１と同様にして、本発明の樹脂粉末を得た。
【００１８】
＜実施例３＞
体積平均粒子径が５μｍの充填剤（龍森社製　商品名：ヒューズレックスＺＡ－３０）を
使用した以外は、実施例１と同様にして、本発明の樹脂粉末を得た。
【００１９】
＜実施例４＞
充填剤の配合量を、７０重量部とした以外は、実施例１と同様にして、本発明の樹脂粉末
を得た。
【００２０】
＜実施例５＞
充填剤の配合量を、９０重量部とした以外は、実施例１と同様にして、本発明の樹脂粉末
を得た。
【００２４】
＜比較例３＞
充填剤の配合量を、６０重量部とした以外は、実施例１と同様にして、比較用の樹脂粉末
を得た。
【００２５】
＜比較例４＞
充填剤の配合量を、１００重量部とした以外は、実施例１と同様にして、比較用の樹脂粉
末を得た。
【００２６】
＜比較例５＞
粒子径分布を６３～２５０μｍとした以外は、実施例１と同様にして、比較用の樹脂粉末
を得た。
【００２８】
＜比較例７＞
風力分級機による微粒子の除去を実施しなかったこと以外は、実施例１と同様にして、比
較用の樹脂粉末を得た。
【００２９】
＜比較例８＞
粒子径分布９４～１５０μｍのホウケイ酸系硬質ガラス粉末を圧縮成型し、加熱溶融温度
６５０℃で、上記ガラス粉末を加熱溶融させてガラス製タブレットの端子を得た。
【００３０】
上記実施例１～６、比較例１～７の樹脂粉末及び比較例８のガラス粉末を、圧縮成型機の
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金型に充填後、リード挿入孔を３個有する、厚さ約０．５ｍｍ、長径約４．５ｍｍ、短径
約４．０ｍｍの楕円状の成型物を得た。この成型物を金メッキを施したコバールのアイレ
ットに装着し、リード挿入孔に金メッキを施したコバールのリードを挿入後、加熱溶融機
に入れ、１２５℃で１０分間溶融した後、１７０℃で１０分間硬化させ、アイレットとタ
ブレットとリードが一体化した端子を得た。なお、比較例８のガラス粉末の加熱溶融は６
５０℃で実施した。この端子の封着特性として、常温時の密着強度、加熱後の密着強度を
測定した。タブレットの内部を顕微鏡で観察し、空隙の有無を調査した。また、圧縮成型
用の金型の汚れを目視で観察した。
【００３１】
密着強度の測定方法は下記のとおりである。
常温（２０℃）下、及び高温（２００℃）下で１本のリードとアイレット間に、５００ｇ
ｆの引張荷重を掛け、１分間保持した後に常温にて引張強度を小型卓上試験機（島津製作
所製ＥＺイージーテスター）で求め、３ｋｇｆ以上を良好（○）、３ｋｇｆ未満を不良（
×）とした。
評価結果を表１に示した。
【００３２】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３３】
表１から明らかなように本発明の樹脂粉末で作製したタブレットは、ガラス製のタブレッ
トと同等の密着強度を有し、空隙の発生もなかった。一方、比較例１～６の樹脂粉末で作
製したタブレットは、密着強度が弱かったり、空隙が発生するなどの問題を生じた。
また、樹脂粉末表面の微粒子を除去しなかった比較例７は、圧縮成型の金型の汚染がひど
く、１回毎に金型をクリーニングすることが必要であった。ガラス粉末を用いた比較例８
は、金メッキの不良部が発生した。
【００３４】
【発明の効果】
本発明は、半導体パッケージに使われる端子のタブレットに適する樹脂粉末を提供するこ
とができる。すなわち、従来のガラス粉末に代わって、エネルギー消費が少なく、メッキ
の損傷を発生させず、且つ、圧縮成型時の充填作業性、加熱溶融時のフロー性に優れ、密
着強度に優れ、空隙の発生がないタブレットの作製に適する樹脂粉末を提供することがで
きる。さらに、半導体パッケージの小型化に対応できる上記樹脂粉末を提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明により得られた端子部材の１例の斜視図である。
【符号の説明】
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１　　タブレット
２　　リード
３　　アイレット

【 図 １ 】
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